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イメージセンサの�り�いと
ベストプラクティス
アプリケーションノートの��

�アプリケーションノートでは、イメージセンサ
の�り�い、��、およびクリーニングのプロセス
に�り�むための���の��について	
しま
す。

はじめに

イメージセンサ��を�め、���
は����
�(ESD)に�して��です。

ESD��が��すると、デバイスが�ちに�!を
"け#$しなくなることがあります。また、しばら
くユニットが'�どおり#$を��し、かなりの�
�が��するまでその(�が��)しないこともあ
ります。ESD��は、デバイス�*の+)という,
で��)する-.もあります。

ESD��はイメージセンサの/	0な�り�いが
12で��します。/	0な�り�いには����
�を3き�こす $が�まれます。5えば、リスト
ストラップを!"しないでデバイスを�り�うこと
が#げられます。$7%8によっても、ESD��が
�こりやすくなる-.があります。
	0なESD9:プログラムの<&に'するコスト

は、デバイスの�!
(で>られるメリットで?@
)*できます(A+,-[1]と[2]をA.)。
�アプリケーションノートでは、イメージセンサ
を�り�う�のESD��の��を���に/えるた
めの、�B�C'な0�について	
します。
�アプリケーションノートに12した'8はIPC/
JEDEC JESD625 [3]にDづいています。イメージセン
サのおE�は、このアプリケーションノートの'8
をIPC/JEDEC JESD625 [3]およびJ.STD.001とともに
ご34のESD9:システムに�み5むC'がありま
す。

�	
�

オン・セミコンダクターは、おE�がデバイス"

L、/	0な�り�いやクリーニングが12で�
�した�!については6Mを7いかねます。

�


オン・セミコンダクター�CMOSイメージセンサ
は、8Nする��データシートにO9:1がない�
り、JESD22@��Pに;じてQRのESD�Sに�し
てT<がTめられています。

• UVモデル： JS−001 Class_2

• デバイスY�モデル： JS−002 Class C2A

:1： CCDデバイスの-.、T<で=Tされてい

ない�り、��は、HBMの-.はClass 0A
を、CDMの-.はClass C0Aを>たすとみな

されます。

��と��

�?の@Aに�Bして、QRのTCが	Dされ
ます。

• ��イオナイザ：Y�したE�@Z(イオン)の�
�Fです。

• �����	：GH��によるY�を
(するI

Jの�*を[\します。

• 
���	：��KLが105 �/]�センチM>、

またはV�KLが104 � cmM>のIJです。

• �����(ESD)：����_がNなるUVと�

�の�で、����OがP#することを[\しま

す。

• �����
��[
�](ESDS)：=T'�を>た

さなくなるほどのデバイス�*+)をもたらす�

�レベルのESDです。

• ESD��パッケージング：����Qを<�し、

かつGH��によるY�をデバイスの�!を3き

�こさないレベルに9�するパッケージングシス

テムです。

• ESD�����：109 �M>のKLでグランドにR

dされている$Seのf�またはgの$S�をT

します。

• 	
�	：��KLが1012 �/]�センチQf、

またはV�KLが1011 � cmQfのIJをTしま

す。

• �������	：��KLが105〜108 �、また

はV�KLが105〜108 � cmのIJのことです。

• ���：�(Uhにある�O。UViでの�Oの

P#(V*))、またはあるUVからOのUVへの

�OのP#によってW�された�Oのことです。
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ESD��された��、���、ツールに�する���の��

イメージセンサを�り�う�の��'8をQRに
Xします。

ESD�����
�QされていないESD�"(ESDS)デバイスを�り
�うときは、109 �M>のKLをグランドにR�し
た､Rd����Q$S�をjDするC'がありま
す｡

ESD��フローリングまたはフロアマット

RdフローリングまたはフロアマットがC'なの
は、Umに�して、またはn#ESD�Q$Seでフ
ロアRd�PをjDする-.だけです。

��の !

�QされていないESDSデバイスを�り�うYや、
12インチ(30 cm)QiにZoくYは、QRのいずれか
の��でRdしなければなりません。

• リストストラップ：
♦ ユーザからESDグランドまで�R、B�A��

�
をD[する。

♦ ESDで��するn[*がある�r�s�の�\

を0.5 mAM>に/9するKLを、リストバンド

]にi^する。

♦ �QされていないESDSデバイスを�り�うと

き、オペレータがCず!"する。

• ESD�Qのu_(ヒールストラップ、トゥーストラ

ップ、または�)にはQRを<&するC'がありま

す。

♦ ユーザからESD�Qされたフローリングまたは

フロアマットまで�R、B�A���
をD[

する。

♦ Cずx`に!"する。

♦ ESDで��するn[*がある�r�F�s�

に、�Tの�
をaってグランドに\れる�\

を0.5 mAに/9する。

♦ "yしたUmのRd�bだけに�らないこと。

• �����FとY��。

♦ $SにCずC'な_Qzは、jD{のESD�Q
$S�にcかないこと。

♦ ���_が±1,000 Vをf�る_を、�Qされて

いないESDSデバイスから12インチ(30 cm)Qi
にZoけないこと。

♦ �QされていないESDSデバイスから12インチ
(30 cm)Qiで±1,000 Vをf�る���_を�d

する $、e|、f�については��Aに{}

するか､±1,000 VM>にBgさせるC'がある。

♦ Y�している_をESDSデバイスにRhさせて

はならない。

f1のUmRd��に�するi~��は、ESDSデ
バイスを�り�うUmではなく、ESDSデバイスを�
Qすることを[�したものです。Umの��*は�
?のj�zであり、オン・セミコンダクターはUm
の��*に�する6Mを7いかねます。

ESD��スモック

ESD�Qスモックを"Dする-.は、�の�kを
�き、スモックはUmのlよりfにあるf���を
mうC'があります。

"#イオナイザ

おE�のイメージセンサのESD9:システムの�
�として、�なくとも�アプリケーションノートで
TCしているように、イオナイザをjDするC'が
あります。

ESD��された��と���の$%

ESD�Qされた$Seのそれぞれ、またはTCn
みのESD�Q
�の��に、ESD:[�Xをoげる
C'があります。

デバイス��&のESD'(

)*�+,-.

���_が±1,000 Vをf�るか、または�Qされ
ていないESDSデバイスがY�Fから12インチ(30cm)
Qiにある、ESD�Qされた
�と$Seでは��

(�bをpじるC'があります。
Y�
(および��A{}0�には、Y�
(q
�の��、)�rSの9:、E�イオナイザ、アー
ムカバー、ESD�Qf�などがありますが、これら
に�Tされません。

• �����
:

$S
�や��
�にある����dIJやY�

IJに�し、Y�
(q�(st)をjDして、

���のY�や�dを
(することができます。

Y�
(q�を��する�は、QRの��を+u

してください。

♦ ESDSデバイスのvwを��できるY�
(s

tを�xする。

♦ センサのガラスyにstがo"することを�け

る。

♦ ���zなどによりエネルギーがW�されたU

hの�Z��、アセンブリ、パネル、e|など

に�して、いかなる,であれY�
(スプレー

やstを��しないこと。

♦ デバイスやパッケージがスプレーの��に�R

��しているUhで、Y�
(stを��しな

いこと。

♦ ����{|}|をjDしてa�の#$�に�

���{}TをT~Aに<&したLでのみ、�

~��のC'*とそのLの���の�Sを��

する。
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• ����の��:

)�rSは���の��にrきな(�を�ぼすた

め、0#または3#)された0�をjDしてイメ

ージセンサデバイスを��または�り�う-.に

は、その9:がC'です。�なくとも、J−STD−
001でTCされているrS��'8に�うことを

i~します。

• E�イオナイザはQRに;�するC'がありま

す。

♦ �fイオナイザは、ESD�Q$Sefにあるデ

バイスが、イオナイザメーカの=Tする��j

�iに�まるように�cすることがC'。

イオナイザは、Umの�4ではなく、デバイス

とUmの0を��することを@�にするC'が

ある。

♦ � �o¡イオナイザは、イオナイザメーカの

�り�い	
に�って、$S
�に¢けるC'

がある。

♦ イオナイザメーカの=Tする��よりもZくに

デバイスを�cしないこと。

♦ イオナイザと、�Qされていないデバイスの�

に、9�のない��A�\が£¤するようにす

るC'がある。

♦ イオナイザのバランス( イオンと!イオン)
は、IPC/JEDEC JESD625 [3]に�って��する

C'がある。

♦ IPC/JEDEC JESD625 [3]に�ってEOS/ESD−S3.1
で	
されている��をjDして、イオナイザ

によるY�BR*[を��すること。

• ESD��スモック：

ESD�Qスモックを"Dするときは、QRの��

を<&するC'があります。

♦ "DYがESD�Qワークステーションに��し

ているときやTTのESD�Q
�iにいるとき

は、ESD�Qスモック(�の�@を�く)のボタ
ンをCず�めること。

♦ ESD�Qスモークメーカのクリーニング	
に

�い、スモックの�rの§�と§Dが��でき

るようにするC'がある。

• "�：

ESDSデバイスを�り�うときは、L���ニトリ

ル�0�のみをjDしなければなりません。

デバイスの�り�い

��AなガイドラインはQRのとおりです。イメ
ージセンサはESD��
�iで�り�うC'があり
ます。ESD��
�zでセンサを�り�う-.は、
グランドストラップがC'です。ESD��0�をj
DするC'があります。
イメージセンサ���の:[：

• ¨tや"�でガラスyをvwしないように、�を

mう�QJ(#�マスク)を"Dします。

• ESD��0�を"Dしてください。0�は��で

なければなりません。vwされた0�やvれた0

�は、©�または��するC'があります。

• ガラスyをvwしないように、Tªはきつくして

おくことがC'です。

• イメージセンサを�り�うときはCず、パッケー

ジの�@を�ってください。ガラスyには��に

hらないでください。

• ピンの�れ�がりを�けるために、ピングリッド

アレイパッケージ(PGAパッケージ)は:[�く�

り�ってください。

あらゆる��て¬�またはテスト¬�{に���
が��するn[*があります。���に�2するア
ーティファクトや�!を�けるために、0#または
3#でイメージセンサを�り�うC'がある��て
¬�あるいはテスト¬�の¯ステップで、イオナイ
ザをjDするC'があります。

カバーガラスのクリーニング

カバーガラスのクリーニングの/0

イメージセンサのパッケージでは、$いレベルの
��さを��するC'があります。a�のセラミッ
クまたはプラスティックカプセル)�Pの°わり
に、$��のガラス�がjDされています。��の
センサでは、スペクトル�*を9:する@Aで、
ガラスに��コーティングが&されています。
ガラスやコーティングの3っかき!、 け、²¡
Z_�、またはそのgのvwを
(するために、
�り�いには�Oな:[がC'です。
�に、イメージセンサが�³する�Zモジュール

のアセンブリプロセスでは、センサのカバーガラス
が¡Zやvw_�に¢されるおそれがあります。
オン・セミコンダクターは、すべての�り�いプロ

セスとアセンブリプロセスを£¤し、µ¥して、
¡Zやvw_�に¢される¶%をgらすことをお·
めします。このような��を¸�に��できない-
.は、カバーガラスのクリーニングがC'な-.が
あります。ガラスを¥しくクリーニングするための
オン・セミコンダクターのi~��をQRにXしま
す。

カバーガラスのクリーニング-1

�¦§の「デバイス���のESD�b」の�に1
2されているように、イオナイザのjDを�め、
ESDから��に�Qされた$Seでクリーニングを
<¨してください。ESDリストストラップをCず"
Dします。Tやこのセクションで'©するクリーニ
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ングDペーパQzの_でカバーガラスにhらないで
ください。Tªのªがo"すると、¹ºDコーティ
ングが&»され、¼½Aな�!を¾えるおそれがあ
ります。0�は、��
(および«¬��
(のも
のでなければなりません。0�として、L��¡ニ
トリル�0�をjDするC'があります。
jD_�：

• ��なs­®I

• ウルトラクリーンDI¯(4−6メガオーム/センチメー

トルの、ろ�された°¯)
• $°SIPA

(sÁグレード/100%°±なラボ°Sグレード)
• ESD�Qされたふき�りD�：

♦ CCDセンサD：Berkshire DurX 670
♦ CMOSセンサD：Puritech Puritech S1091PRTま

たは\aSYHans J. Michael GMBHから�0で

きるRTMKC002
• ESD�Q0�の5：ニトリル�0�、Ansell

93−401/402またはNiProTect CC529がC'

#$A： ブロウオフ

¡Zが²やかにo"したvwの-.は、この��
を	Dできます。これはÂ³むらなどの´�_が£
¤しないことを�µできるÃ�の��です。

• イオン)したN2ガンをjDしてE�をÄきoけ、

ガラスから¡Zを�り�きます。

• gの��にE�をÄきoけないでください。フロ

ーボックスiで$Sする-.は、ボックスのz�

からÄきoける$Sを¶みてください。

#$B：*���IPA、クリーンまたはウルトラクリー

ンDI3による��

• Åのボトルではなく、ÆDのスクイズボトル

(ナルゲン·のÉ�Ê)をjDしてクリーニングt

を��します。

• ¸くずのない�で��¢からふき�りを¨い、ガ

ラス���VにË¹なs�をÌえます。

• カバーガラスをÂいた�でºかないでください。

�»sÍは、�»ワイプに�R��し、カバーガ

ラスには�R��しないでください。

• ESD�QワイプはtVに¼さず、�»Íでrらせ

るだけにしてください。

• ふき�りが½わるたびに、¾しいふき�りD�を

jDするか、�を�り¿して、きれいな�をjっ

てガラスをクリーニングします。

�：��AおよびBは、Àの5zを�き、CCDイメ
ージセンサのカバーガラスをクリーニングするため
のÁÎn[な��です。DI¯やIPAは、CCDイメー
ジセンサのカバーグラスのクリーニングにはi~さ
れません。°わりに、CCDイメージセンサのカバー
ガラスの�»Íとして100%エタノールがC'です。

�：$°SIPAまたはウルトラクリーンDI¯は、プ
レーングラスとARコートガラスのx�のクリーニン
グに	しています。

クリーニング�8に�する;<

• イメージセンサのガラスyを�Âする-.は、$

°SイソプロピルアルコールのみをjDしま

す。gのsÍをjDすると、ガラスのvw、Ãª

やÐ(ÍのÑ&、パッケージのÒ�*BRが�じ

るおそれがあります。

• アセトンをjDしないでください。ÃªをÑ&し

て、カバーガラスとパッケージがR"されてしま

います。

• メタノールをjDしないでください。Ä*がある

だけでなく、クリーニングDとしてはB��です

。

• ¯))ナトリウム(NaOh)はjDしないでくださ

い。ガラスfのARコーティングをÓ)させます。

• アルカリ*(pH > 8)の$い)ºq�をjDしないで

ください。

• �§Ô�Íに��AにjDされるsÍ(トルエン、

ベンゼン、メチルエチルケトン、エステルsÁ、

アセトンまたはÖ)メチル、フレオン、テルペ

ン、アニオン*{�Å*Íおよびマルチヒドロキ

シルエーテル)をjDしないでください。

��がきれいにならない-.は、f1の0�をÆ
り¿します。2�か3�ふき�ってもvwを�Øでき
ない-.、カバーガラスが¼½AにÇ�しているお
それがあります。¹º*²+をjDして、デバイス
が¼½AにÇ�したかどうかÈ¤します。

��： オン・セミコンダクターは、イメージセン
サ��に�!が��しないことを�<にす

るために、おE�によるクリーニングプロ
セスのÉÙをi~します。

http://www.onsemi.jp/


AN52561/D

www.onsemi.jp
5

センサの�り2けと342けに�する567�

SMDの�り2け

• イメージセンサをプリント�
DÊにハンダoけ

する-.は、�Oな�uがC'です。カラーフィ

ルタアレイ(CFA)とマイクロレンズがoÛするイ

メージセンサは、$Ëに�に��です。$Ëで,

��にわたってÌÌすると、センサの*[がBR

するおそれがあります。

• コーティングのÍÎに�³なく、カバーガラスは

vwに��です。ÜÏフラックスがカバーガラ

ス、�にコーティングされたガラスにo"しない

ようにしてください。カバーガラスのeÐAÇ�

や¡Zo"によるÇ�を
(してください。

ピングリッドアレイ − PGA

"=の>�?け

ÜÏごてをjDしてデバイスをスルーホールのボ
ードにÜÏoけする-.は、Àの%8に�ってくだ
さい。

• こてªがËS9:されたÜÏごて(30〜80 W)をj
Dします。

• ÜÏごてのこてªËSが350°CをÑえないように

してください。

• ¯ピンのÜÏoけ��は3ÒQiにします。

ウェーブ>�?け

できれば、PGAパッケージにÞ�されているイメ
ージセンサをソケットに!"してください。つま
り、IR、�\、ウェーブÜÏoけのような��<!
リフロー0�の��として、イメージセンサ3Vで
はなく、ソケットをjDしてください。

��:

• リフロープロセスの�{は、イメージセンサをソ

ケットに!"しないでください。

• IRまたは�\¡のÜÏoけリフローをjDすると

きは、PGAパッケージを<!しないでください。

ソケットをjDせずにPGAパッケージを<!する

-.は、ウェーブÜÏoけがÓましい��です。

CSP (BGA)の�り�い

チップスケールパッケージング��て¬�では、
Ô-
(のためにJ−STD 020 [6] とJEDEC/IPC
J−STD−033 [7]に�ってください。<!とはんだoけ
のÕÖについては、オン･セミコンダクターの¦§
[9]をA.してください。

34ペーストとフラックス

ÜÏペーストは、BGAのÜÏとà�*がなければ
なりません。ÕÖについては、8Nするデバイスの
データシートをA.してください。フラックスのタ
イプは、Î�»�áおよびハロゲンフリーにするC
'があります(×&*´�_はÁÎされない)。

リフロープロファイル

��Aに、リフロープロファイルに�する+u�
�は、PCBのJ�、ÜÏペーストメーカのi~�
�、â�ボードfに<!されるgの�Z��によっ
てNなります。パッケージのãさとV�も、リフロ
ープロファイルの'8に(�を�ぼすn[*があり
ます。��データシートに12されているパッケー
ジä�と、JEDEC=<J−STD−020−01 [6]をA.して
ください。
イメージセンサ��は、r�に��なn[*があ

ります。r�への�"*に�する@�IPC/JEDEC
J−STD−033[7]に�って、	0な�り�いおよびベー
キング0�をjDしてください。

ガラス��フィルム

オン・セミコンダクターは、クリーンルーム$7
でイメージセンサを��て、テストしています。
おE�の�Ø¬�では、vれを�じることや、しば
しばクリーンルーム$7で�り�われないことがあ
ります。ガラスのvれや!は、イメージセンサの�
�やe[にÙ-をÚします。Ûなるカバーガラスの
�Qのため、オン・セミコンダクターは、�Tのイ
メージセンサ��に、¹ºA�QフィルムをD[し
ます。
�¤、オン・セミコンダクターは、この@Aのた

めに、åつのNなった�QフィルムをjDしていま
す。�つは、eÜÊがA,AMÝしくはNでæまるÞç
の��にjDされ、�$260°CのËSにおいて、
�;の�<!ßà(SMT)のリフローにáえることが
�Úます。それらはJEDEC J.STD.020.01 [6]のリフロ
ー�;に	.しており、3�のリフローテストで/
rなè0のÎいものです。もう�つは、eÜÊがK

でæまるÞçの��にjDされ、$Ëへのá*がな
く、リフロー¬�のあるはんだoけには	していま
せん。これらの�Qフィルムのx�とも、¯あるい
は)ºq�による�»¬�に	しているものではあ
りません。
�ての-.において、�Qフィルムは、パッケー
ジ)されたイメージセンサアレイのfで、�B
�、ガラスを�R�Qします。�Qフィルムの<�
のサイズと,Uは、デバイスとパッケージによって
Nなります。��ごとのâdのÕÖについては、8
NするデバイスのデータシートをA.してくださ
い。

�8される9:;.

�てのデバイスにおいて、�Qフィルムは、それ
がãられたままではテストのä�に(�を�ぼしか
ねないå、�½��のテストのéにÔがすC'があ

http://www.onsemi.jp/
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ります。�Qフィルムの�Øは、rSの��された
$7において、�;のESDê
æcを�りながら¨
われなければなりません。テープを�Øする�にデ
バイスに¢けてイオナイザファンをjDすること
は、センサの*[を�なう-.のある�Oの��を

ぐためにC'です。QRの�のように、¾たにÔ
がされたテープとガラスの�に¢けて�Rイオン)
されたE�をあてながら、ピンセットをDいて、ガ

ラスfの�ëに]¨した�¢で、ねじれないように
çらかな�Tの#きで�QフィルムをÔがすことが
'©されます。
�Qフィルムは、gの��にo"する-.がある
å、ÔがされたLはèやかにìéするC'がありま
す。�Qフィルムのセンサへの�jDは¨うべきで
はありません。

Figure 1. Glass Protective Film

Ionized
Air

Flow

Peel Direction

　オン・セミコンダクターは、�QフィルムR"
Íが�ØLにガラスfに´êを´さないことを�µ
するものではありません。Ýíの´�_が´ってい

る-.は、「カバーガラスの�Â」の�で	
され
ているC'なプロセスごとにガラスをクリーニング
することができます。

<=されていないイメージセンサの�>

?@�>

Ð(されていないデバイスは�に、,~�£%8
で��するC'があります。Ð(¡カバーガラスで
�み�てられているデバイスはCず、それぞれのフ
ァーストレベルパッケージング、つまり
r、ëE
Ð(、Y�
(の�(
r�、QRMBB)に�れて�
�してください。ファーストレベルパッケージング
にÞ�されたセンサは、îiのïのないÐ($7
で、QRの%8を>たす-ìに��するC'があり
ます。

Description Condition

Time Limit < 1 Year

Temperature 20°C to 40°C

Relative Humidity < 60%

��:QRの�*がある��-ìは�けてください。

Description Condition

Direct Sunlight Carriers (tubes, trays, or single unit
carriers) may deform or color filter 
arrays may fade.

Corrosive Gases Leads/pins may oxidize or corrode.

Excessive Loads Devices may be damaged if heavy 
objects are stacked on packing boxes.

Radiation Imaging defects may be induced.

Electromagnetic Fields Imaging defects may be induced.

Static Electricity Device may suffer catastrophic 
damage. If devices are stored in open
trays, full ESD protection must be
used to avoid damage when handling
the devices.

http://www.onsemi.jp/
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A@�>

�み�てnみデバイスを、1ðQfの,~�にわた
って��する-.は、,~��となります。,~�
�がê}される-.は、キャリアに�Îされたデバ
イスを、
r、ëEÐ(、Y�
(�の{、または
���のíîから��で
rのエンクロージャに<
ïして、デバイスの��A�*のBRや、リード/ピ
ンのÓ)を
(してください。�òAには、Â³し
た®IエアフローもÓまれます。
rパッケージ/エ
ンクロージャは、îiのïのないÐ($7で、QR
の%8を>たす-ìに��するC'があります。

Description Condition

Time Limit 1 to 5 Years

Temperature 20°C to 40°C

Relative Humidity < 60%

「ð~��」で	
した、�けるべき��-ìの
�*は、「,~��」にも	Dされます。
/	0なUhで,~��を¨うと、リード/ピンの
))や×&をñくおそれがあり、それによってリー
ド/ピンのÜÏoけ[�に(�を¾えるn[*があり
ます。1ðQfにわたってデバイスを��する-.
は、jDするéにリード/ピンのÜÏoけ[�を��
しなければなりません。さらに、C'にáじてjD
するéに、��A�*を��するC'があります。

BCパックに�するDE

Â³パックはÂ³ÍとrS�Xカード(HIC)で,d
され、バーコードラベルoき
r�(MBB)にÞ�さ

れています。このMBBにはESD�Qe[があり、C
'なeÐAóSとòó*を<�しているほか、
ôôにáえ、Ìõ"の�*をõえています。¯�i
のÂ³Íにより、i�の)�rSレベルは25°C�に
10%QRに��されます。rS�Xカードは、i�
のrSをö÷かつ§øAに��するための0�とし
てe[します。

BCパックから�りFしたGの�>��と@HI�

¯��の@�ªMSLにáじて、��をÂ³パック
から�り�したLの	0なパッケージング��'8
と�り�い'8がùまります。フロアライフつまり
öi��÷ø、パッケージング、��%8、アセン
ブリプロセスを<&するéのフロアライフについて
は、JEDEC=<IPC/JEDEC J.STD.033[7]、IPC.610[8]
をA.してください。SMDパッケージではないPGA
やJLCCに�してリフローはi~されないので、
SMDQzの��にはùりNてnみMSLレベルが£¤
しません。ただし、これらのパッケージにも��'
8は	Dされ、i~されるフロアライフは168��
です。フロアライフをÑえた-.、8Nデバイスは
リフロープロセスのéにベーキングを<&するC'
があります。

��： ベーキングプロセス½ú�のûüの�
にガラスyR�のä�を
(するために、

ËSBRøを²やかにすることがC'で

す。

JKな�>��

L#のMN

1Eが=Tの~�9�のうちに��を<!できな
かった-.や、¬-の%8が=Tの�rËSやrS
レベルをf�っていた-.は、1Eはフロアライフ
を��するために、QRの��な����のいずれ
かに�って､r�のý�をþめることができます｡
��パック:Â³パックされたSMDパッケージが

MBBiにÞ�され、40°C/90% RHが��されている
$7で��されているUúをòTして|ûされたシ
ェルフライフ、つまり��÷øは�ð12かüで
す。

10% RHの��キャビネット:�MBBにÐ(されて
いないICを、IPC/JEDEC J.STD.033 [7]で=Tされる
�,��まで≤10% RHで��されるÂ³E�のキャ
ビネットiに<ïすることができます。この��9
�をÑえた-.は、フロアライフを��するために
ベーキングがC'になります。

5% RHの��キャビネット: MBBにÐ(されてい
ないICは、MBBで��されている-.とâ�に、
��÷øの9�なしで、≤5% RHで��されるÂ³
E�のキャビネットiに<ïすることができます。

��:�Eý�@があるイメージセンサ(��<!、

またはそれQz)を、¯þ�sの$い$7にcくと¯
þ�が�まります。このような$7は、,��にわ
たって$い)�rSや$Ëに2しているn[*があ

ります。,��にわたってセンサをベーキングする

と、それまでに�まった¯þ�をEýから�Øでき

るn[*があります。オン・セミコンダクターは、

f13つの��のいずれかでイメージセンサを��
して､¯þ�の��を
(することをi~していま

す｡

342けOPの�Q

���から24かüQiにおE�が��を<!でき
ない-.、��<!éにÜÏoけ[�のテストを<
&し、リードのUú(+�など)をîÈすることをお
·めします。
おE�は��を®I$7に��することにより、
ÜÏoけ[�のBRを/えることができます。
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BCの-1と��

'©%8iで�り�いや��を¨えなかった��
は、リフローのéにベーキングを<&して、フロア
ライフをリセットするC'があります。ベーキング
Lに��をjDしない-.は、Â³ÍをjDして
MBBを�シーリングすることがC'です。

ベーキングの%8については、JEDEC=<IPC/JED
EC J.STD.033[7]、IPC.610[8]をA.してください。
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